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Ⅱja ANSYSIcepak热仿真专题

［内容提要］

本章将对ANSYSl隙《》p翻k软件涉及的部分技术专题迸行董点讲解’包括屯子产品外大空环

境的热仿真说明、P（Ⅺ《单板导入热仿真设置｀芥形热流边界Wall的建立、电子产品热流＿结构

动力学的鹅合说明、∧『!慧｜）hSIW…与ANsγShepuk的鹅合说明｀ANSγSlC障pak的参数化／优化

说明｀轴流风机叫｝｛｝｀模拟说明、机箱系统魄《》《＂『｀ˉ‖＂的功能说明｀ANSYSI《｀epak批处理计算的设

置说明等·

｛学习重点］

·掌握∧NS丫S｜｀:隙pak热仿典各专题中的设置说明.
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9.1 ANSYSICepak外太空环境热仿真

本节将对相应技术专题的设霞迸行讲解’假定读者已经熟悉ANSγsl臆瞪pak的相应软件操

作.技术专题部分不讲解具体的StepbySt瞪p操作°

｀NsγSl（oepak可以对处于外太空环境（或真空环境）的电子产儡』迸行散热模拟’此时电子

产品只能通过辐射换热和热糙导进行散热·

以某密闭电子机箱为例.讲解此机箱外太窄环境热模拟的设置.此电子机箱的工作状态

及棚关参数为:

（ ‖ ） I飞作温度:＿30～55℃◎

（2）模块会被安装在某个冷板」是·冷板热边界温度为恒温55℃◎

〈3）只考虑热传导利热辐射,没有对流换热,工作在外太空环境中°

｜

■
■
】
可
』
司
·
■
可

（4）盖板积底板材料为锹合金;盖板、外壳的表面发射

率为（）85·

（5）模块中PCB导人洲j线或根据｜,（狠铜脯的层数、耀

萧率来计算PC‖l各网异性的导热率、

针对」二述参数,棚应的设搬步骤如下.

｜.关闭对流汁算

在ANSγSlCepak的Ba只ieP缸am雌＂r爵｛煎板下｀取消Flow

（v嘴｜oci!y／pressl』『《,〉’即关阀］了对流计算;在此啊板中’保持

［｛a《l｜泌↑j《》＂为On,然后选择合适的辐射换热模型;如果模型

中包含异形的几何体’则必须选择［）lScr《’!萨 （》rdi＂ateS

ra《｛iatio＂mo!l嗡｝或者Ray!ra《》ingmdiat｜o门＂lodc｜’并修改其后

的（）p【i《》』Ⅱ慧’如图9-l所示·》【i《m＄.如｝割9-l肋不.
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图9～l ANSYSlo瞪pak基本
｜｛｛于不汁算对流换热「loW’因此F｜（｀W『《嘿h『｝《会（流态）选 参数设置面极
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